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Ⅰ. 서론

차량용 반도체는 자동차가 스스로 운전하거나 

전기로 움직일 수 있도록 각종 시스템을 제어하는 

반도체이다. 자동차 내·외부의 온도, 압력, 속도 

등의 각종 정보를 측정하는 센서와 엔진, 트랜스미

션 및 전자제어장치, 각종 장치들을 움직이는 모터 

등의 구동장치 등에 사용된다[1].

차량용 반도체는 정보 저장 용도로 사용되는 

메모리 반도체와 달리, 정보를 처리하기 위한 연

산, 추론 등의 목적으로 제작된 시스템 반도체이

다. 고전류 출력을 위한 드라이버 IC, 전원을 공

급하는 파워 IC, 자동차 전장 시스템을 제어하는 

MCU(Micro Controller Unit) 등 수많은 반도체가 자

동차에 탑재되고 있다.

현재 가솔린, 디젤 등 내연기관 자동차에는 평균 

200~300개의 반도체가 탑재되고 있고, 전기차에

는 1,000개, 자율주행차에는 2,000개 이상이 탑재

될 전망이다. 전기차 및 자율주행차 개발, 엔진 배

출가스 규제 강화로 센서 수요가 증가해 차량용 반
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도체 시장이 확대되고 있다. 인포테인먼트, ADAS 

(첨단운전자보조시스템), 전기 파워트레인용 전력

반도체 등에서 수요가 급증할 것이다[2]. 

퀄컴, 애플, 엔비디아, 삼성전자 등 글로벌 IT기

업들도 자율주행과 AI 반도체를 중심으로 연구개

발과 위탁생산, 인수합병 등을 통해 차량용 반도체 

시장에 진입하고 있다[3]. 

한편, 2021년 1월부터 차량용 반도체 공급이 부

족해 완성차업체들이 자동차 생산을 줄이거나 조

업을 중단했다. 컨설팅 업체 알릭스파트너스는 올

해 자동차 업계의 손실이 610억 달러에 이를 것으

로 추산했다. 자동차 산업의 파급효과와 국가 경제

에 미치는 영향 때문에 미국은 조 바이든 대통령이 

직접 반도체 공급망을 점검할 정도로 선진국들은 

비상사태로 인식하고 있다[4].

본 고에서는 세계적인 공급난을 초래한 차량용 

반도체 생태계를 분석하고, 결론에서 우리에게 주

는 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

Ⅱ. 차량용 반도체 시장 및 특성 

1. 차량용 반도체 시장 

IHS마킷에 따르면 차량용 반도체 시장은 2020

년 380억 달러에서 2026년 676억 달러로 증가할 것

이다[5]. 앞으로 ADAS·자율주행 등 신기술 도입

이 가속화되고 있어, 차량용 반도체 수요는 계속 

증가할 전망이다[6].

IC Insights에 따르면 2021~2023년 차량용 반도

체는 연평균 13.4% 성장할 전망이다. 전체 반도체 

시장에서 차지하는 비율은 2013년 7.1%에서 2019

년 8.7%로 증가하고, 2024년에는 9.7%에 달할 전

망이다[7].

현재 차량용 반도체의 자동차 한 대당 원가

는 470달러로 자동차 생산원가 내 비중은 2% 수

준이지만, 향후 전기차와 자율주행차로의 전환

으로 원가 내 비중이 6% 이상으로 상승할 전망이

다. 자동차의 안전장치 옵션 확대, ADAS 장착 증

가, 자율주행 기능의 적용에 따른 카메라·레이더·

라이다의 탑재 증가로 ADAS용 반도체의 성장률

이 높은 반면, 차량제어·인포테인먼트 분야는 

반도체 소요량 증가가 낮아 점유율은 줄어들 것

이다[8].

UBS에 따르면 일반 차량은 평균 400달러, 전기

차는 1,000달러, ADAS까지 추가할 경우 추가로 

650달러의 반도체 부품이 필요하고, 테슬라 모델3 

전기차에는 1,697달러의 반도체 부품이 들어간다

[9].

2. 차량용 반도체 종류 및 기능

표 1에서 보듯이 차량용 반도체의 적용분야와 

부품을 보면 안전·ADAS는 20% 점유율로 가장 크

고 적용부품으로 TPMS(타이어공기압경보장치), 

에어백, 추돌·차선이탈 경보, 주차보조, 후방카

메라, 서라운드 뷰 카메라, E-Mirror, In-Cabin 

ADAS 등이 있다. 섀시는 17%를 점유하며, 적용부

품으로 제동장치, 조향장치, 트랙션컨트롤, 서스

펜션, 스마트정션박스, 무선충전 등이 있다. 인포

테인먼트도 17%를 점유하며, 내비게이션, 텔레매

틱스가 있다. 차체는 16%를 점유하며 적용부품으

로 라이팅, 와이퍼, 선루프, 파워윈도우가 있다. 

파워트레인은 14%를 점유하고 트랜스미션, 크루

즈컨트롤, 점화, 스로틀컨트롤, 48V 시스템, 충

전 등이 있다. 기타는 16%를 점유하며, 적용부품

으로 전력반도체(모터, 인버터, DC-DC 컨버터), 

BMS(배터리관리시스템), 계기판, 애프터마켓, 

LIN/CAN, SBC, FlexRay & 이더넷, 조명 등이 있

다[10].
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표 2에서 보듯이 자율주행차 적용 차량용 반도

체로는 ADAS에 프로세서, 신경망 프로세서 유닛

(NPU), 보안 집적회로, 메모리 등이 있다. 전면부 

감지 운전자 모니터링에는 신경망 프로세서 유닛, 

이미지 센서, 다이내믹 비전 센서 등이 있다. 

전면/측면 후면 뷰 카메라에는 전면/측면 후면 

뷰 카메라 등이 있다. eMirror에는 이미지 센서, 디

스플레이 구동칩(DDI), 전력관리 집적회로(PMIC) 

등이 있다. 자동차 핸들에는 지문인식 센서, 홍채

인식 센서, 전력관리 집적회로(PMIC) 등이 있다. 

자동차조명용으로는 LED 패키지화 모듈이 있으

며, 인포테인먼트에는 프로세서/디스플레이 구동

칩(DDI), 터치 집적회로, 보안 집적회로, 메모리가 

있다. 전자열쇠에는 보안 집적회로, 지문인식 센

서가 적용되고 있다[11].

차량용 반도체의 주요 기능별 비중으로는 MCU

가 30%로 차량 전장시스템 전반을 제어하며, 

ADAS, ECU 등에 탑재된다. 아날로그 회로는 비

중 29%로 속도, 압력, 온도 등 신호를 디지털신호

로 변환해 준다. 각종 센서는 비중 17%로 차량 내·

외부 여러 환경 특성을 감지하고 디지털화하여, 

MCU가 디지털화된 데이터를 토대로 상황을 계산

하고 판단을 내리는 데 도움을 준다. 자동차용 AP

는 비중이 10%로 CPU, GPU, 통신칩, ISP, 여러 종

류의 인터페이스 등이 탑재되어 두뇌 역할을 수행

한다. 메모리는 7%의 비중으로 자동차가 고성능 

컴퓨터로 변모하여 다량의 정보를 저장·보관하

고 필요한 시점에서 빼낼 수 있는 반도체로 자동차 

실내에 적용된다. 

기타는 7%를 차지하는데, Driver IC, Power IC 

등으로 엔진, MPDS(Motor Driven Power Steering), 

EPS(Electric Power Steering) 등 고전류의 출력이 필

요한 장치에 사용되거나, 반도체 발전장치에서 공

급되는 전류를 안정적인 직류전원으로 공급한다

[12].

표 1 차량용 반도체 종류 및 적용 분야

분야 적용 부품 점유율

안전·ADAS

TPMS(타이어공기압경보장치), 에
어백, 추돌·차선이탈 경보, 주차보

조, 후방카메라, 서라운드 뷰 카메

라, E-Mirror, In-Cabin ADAS

20%

섀시
제동장치, 조향장치, 트랙션컨트롤, 

서스펜션, 스마트정션박스, 무선충전
17%

인포테인먼트 내비게이션, 텔레매틱스 17%

차체 라이팅, 와이퍼, 선루프, 파워윈도우 16%

파워트레인

트랜스미션, 엔진컨트롤, 크루즈컨

트롤, 점화, 스로틀컨트롤, Start-
Stop, 48V 시스템, 충전, 전동화
(Electrification) 

14%

기타

전력반도체(모터, 인버터, DC-DC 
컨버터), BMS(배터리관리시스템), 
계기판, 애프터마켓, LIN/CAN, 
SBC, FlexRay & 이더넷, 조명

16%

출처  이지형, 전현주, “차량용 반도체, 선택과 집중으로 기회 창출 필요,”

한국자동차연구원 산업동향, vol. 53, 2021. 2. 1.[10]

표 2 자율주행차에 적용될 차량용 반도체

분야 반도체

첨단 운전자 보조시스템

(ADAS)
프로세서, 신경망 프로세서 유닛(NPU), 보
안 집적회로, 메모리

전면부 감지 

운전자 모니터링

신경망 프로세서 유닛(NPU), 이미지 센서, 
다이내믹 비전 센서

전면/측면 후면 

뷰 카메라
전면/측면 후면 뷰 카메라

eMirror
이미지 센서, 디스플레이 구동칩(DDI), 전
력관리 집적회로(PMIC)

자동차 핸들
지문인식 센서, 홍채인식 센서, 전력관리 

집적회로(PMIC)

자동차 조명 LED 패키지화 모듈

인포테인먼트
프로세서/디스플레이 구동칩(DDI), 터치 집
적회로, 보안 집적회로, 메모리

전자열쇠 보안 집적회로, 지문인식 센서

출처  조선일보, “자율주행시대 열리지만 1대당 반도체 2,000개’반도체 

품귀 심해질 것,” 2021. 1. 24.[11]
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3. 특성

가. 높은 기술적 장벽

차량용 반도체는 자동차의 센서, 엔진, 제어장

치 및 구동장치 등의 핵심 부품에 사용되며, 사람

의 안전과 연계되기 때문에 산업용이나, 컴퓨터나 

스마트폰용 반도체보다 높은 수준의 안전성과 내

구성이 필요하다. 

표 3에서 보듯이 차량용 반도체는 컴퓨터 등 실

내에서 주로 쓰이는 메모리 반도체와 달리 자동차 

제조공정에서부터 탑재되기 때문에 영하 40℃에

서 영상 70℃의 온도에 견뎌야 하며, 7~8년간 제

품을 그대로 유지해야 하는 내구성을 갖춰야 한다. 

최근 들어 자동차에 스마트 기능이 적용되면서 복

잡도도 높아지고 전력 소모량도 증가하고 있다. 또 

각 자동차에 특화되어 있어 설계도가 있어도 타 파

운드리에서 대체 생산이 불가능하다. 두뇌 역할을 

하는 MCU의 경우 주문에서 인도까지 걸리는 리

드타임이 26주 이상 소요되고, 반도체를 제작하는 

것은 가장 복잡한 제조공정의 하나로 단시간 내에 

생산을 늘리거나 품목을 변경할 수 없다[13].

이러한 차량용 반도체가 요구하는 높은 품질기

준과 신뢰성은 새로 진입하려는 후발 업체가 품질

면에서 수요업체를 만족시키기 어렵다. 또 장기

간의 품질시험 및 인증절차를 거쳐야 되기 때문에 

4~5년의 개발기간을 거쳐야 한다. 설사 개발하더

라도 신뢰성이 보증되지 않으면 수요자인 자동차

업체들이 채택을 꺼려 상용화가 매우 어려운 높은 

기술적 장벽이 존재한다[14]. 

나. 다품종 소량생산으로 낮은 수익성

차량용 반도체는 대량생산이 가능한 메모리반

도체와는 달리 다품종 소량생산 체제이다. 자동차

에 들어가는 반도체 종류가 수십 가지인데, 이 모

든 걸 한 업체가 생산할 수 없어 절대적인 강자가 

없고, 분야별로 업계 상위권이 모두 다르다. MCU

의 경우 한 대의 럭셔리 SUV를 생산하기 위해 7개 

업체로부터 38개의 MCU를 필요로 한다[15]. 

차량용 반도체는 모바일용이나 타 용도 반도체

보다 수익성이 낮은 편이다. 자동차에 탑재되는 

반도체 칩은 개당 평균 2달러로 자동차 1대에 소

요되는 반도체의 총 단가는 자동차 판매가격 대비 

2~3%를 차지한다. 차량용 반도체 업체가 수익성

을 담보하려면 반도체 하나당 적어도 3~4천만 대

에 탑재해야 한다. 차량용 반도체를 국산화해서 현

대기아차에 공급하면 수요처가 최대 800만 대에 

불과하고, 해외시장 진출이 어려워 채산성이 맞지 

않는다. 

NXP, 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스 등 

공급업체들이 차량용 반도체로 거두는 매출은 연 

3~4조 원 정도다. 최근 3년간 영업이익율을 보면 

르네사스가 4.1~14.2%, ST마이크로일렉트로닉

스가 5.5~12.1%, 인피니언이 4~14%를 기록했다. 

반면, 삼성전자는 2020년 반도체 사업으로만 매

출 72조 원, 영업이익율 20% 이상을 올렸고, 2018

년에는 사상 최고인 51.65%를 기록했기 때문에 차

량용 반도체는 매출과 순익면에서 매력적인 분야

표 3 용도별 반도체 충족 요건

구분　 모바일용 차량용

프로세스 28nm→7nm ＞180nm→7nm

디자인 크기

(μP/C)
100M+ ＜1M→1000M+

주파수
900MHz
→2.7GHz

30MHz
→5.9GHz

전압 0.5V~1.8V -1V→＞60V

온도 0→40℃ 40→155℃

수명 1~3년 10~15년

실패허용률 ＜10% 0

출처  Deloitte, “Semiconductors the Next Drive,” 2019. 4.[14]



5전황수 외 / 차량용 반도체 공급망 생태계

가 아니다[16]. 자동차의 두뇌 역할을 하는 MCU 

시장은 표 4에서 보듯이 르네사스가 30%, NXP가 

26%를 점유하고 있으며, 이들은 주로 설계에 치중

하고, 생산은 TSMC가 세계 물량의 75%를 담당하

고 있다[17]. 

차량용 반도체 시장에서 MCU 비중은 30%

로 가장 크지만 삼성전자가 막대한 투자를 단행

해 뛰어들 만큼 시장이 크지 않다. 또 삼성전자가 

MCU를 생산하더라도 기존 완성차 업체들이 후

발주자인 삼성전자의 차량용 반도체를 채택할지 

확신할 수 없다. 삼성전자 파운드리 사업부도 이

미 수익성이 높은 다른 반도체를 생산하고 있어, 

수익이 낮은 차량용 반도체를 위탁생산할 유인이 

적다[18]. 

차량용 반도체는 구형인 8인치 웨이퍼를 사용

하고, 90~180nm 제조공정에 머물러 있는데 비해, 

삼성전자 등 최신 파운드리에서는 12인치 웨이퍼

를 사용하고, 기술 집약도가 높은 CPU·그래픽처

리장치(GPU)를 생산한다. 일반 차량용 반도체는 

구식 기술인 반면, MCU 등 고부가가치 부품은 제

조에 최신 시설이 필요해 TSMC 등 대형 파운드리 

업체에서만 제조할 수 있다. 이렇게 차량용 반도체

는 매출 규모가 크지 않고, 자동차업체의 원가 절

감 요구로 이익이 크지 않아 반도체 업체가 선호하

는 품목이 아니다[19].

다. 소수의 과점체제로 신규 진입이 곤란

차량용 반도체 시장은 종류가 많고 분야가 넓어 

압도적인 1위 기업이 존재할 수 없다. 종합 반도체 

업체로는 인텔과 삼성전자가 시장을 양분하고, 파

운드리에서는 대만의 TSMC가 절대적인 우위를 

보이고 있으며, 팹리스에서는 퀄컴, 브로드컴, 엔

비디아가 경쟁하고 있다. 차량용 반도체에서는 1

위 기업이 네덜란드 NXP(21%)로 2위 기업인 독일 

인피니언(19%), 3위 일본 르네사스(15%), 4위 미

국 텍사스인스트루먼트(14%), 5위 스위스 ST마이

크로일렉트로닉스(13%) 등과 크게 차이나지 않고 

주요 5개 기업이 세계시장의 82%를 점유해 시장을 

분점하고 있다[20].

차량용 반도체 업체들은 자체 기술이 적용된 반

도체를 직접 생산하거나 설계만 하고, 일부는 파운

드리에 위탁해 생산한다. 표 5에서 보듯이 1위 업

체인 TSMC가 생산하는 차량용 반도체는 전체 매

출의 3%에 불과해 증설에 한계가 있다[21].

차량용 반도체 시장은 제조 기술뿐만 아니라 안

전성 때문에 브랜드 가치가 매우 중요하다. 그래

표 4 업체별 차량용 MCU 점유율 현황

순위 업체 점유율

1 르네사스 30%

2 NXP 26%

3 인피니언 14%

4 사이프레스(인피니언에 인수) 9%

5 TI 7%

6 마이크로칩 7%

7 ST마이크로일렉트로닉스 5%

기타 2%

합계 100%

출처  IHS Markit/전자신문, “정부, 차량용 반도체 자립화 시동,” 2021. 3. 16.

표 5 TSMC의 반도체 용도별 매출 점유율

분야 매출 점유율

스마트폰 51%

고성능 컴퓨팅 31%

사물인터넷(IoT) 7%

데이터통신장비 4%

자동차 3%

 기타 4%

합계 100%

출처  Reuters, “TSMC ramps up auto chip production as car makers 

wrestle with shortages,” 2021. 1. 28.[21]
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서 수요자인 완성차업체들은 공급자인 차량용 반

도체 기업들과 상호 신뢰관계를 형성하고 있다. 

또 차량용 반도체 업체들은 모두 자동차 강국인 미

국, 유럽, 일본에 위치해 있어 국가, 지역적으로도 

자동차 제조업체들과 계열관계를 맺고 있다. 한

번 공급관계를 맺기도 어렵지만, 끊기도 쉽지 않

아 신규업체가 새로운 차량용 반도체를 상용화하

더라도 수요처를 확보하기가 매우 힘들다. 차량용 

반도체 산업은 자동차 업체별, 차종별로 서로 다

르게 적용되기 때문에 규모의 경제를 실현하기가 

곤란해 후발 주자들이 기존 선도업체를 누르고 시

장에 진입하기 힘들다. 가로×세로 2mm짜리 소형 

칩 하나 단가를 1센트 단위로 깎기 위한 경쟁이 전

개되고 있다. 이러한 이유로 현대차 등 완성차업

체들이 차량용 반도체를 자체 생산하려고 시도했

으나 기술력과 시장성 때문에 모두 실패했고, 기

존의 차량용 반도체 업체들과 거래관계를 지속하

고 있다[22].

Ⅲ. 해외 차량용 반도체 공급망 

1. 기존의 차량용 반도체 업체

차량용 반도체의 공급 사슬을 보면 이들 업체는 

내연기관용 전력·구동 반도체를 직접 생산하거나 

파운드리인 TSMC를 통해 위탁생산하기도 한다. 

수요처로 현대기아차, 폭스바겐, BMW, 도요

타, GM, 보쉬, 현대모비스, 콘티넨탈 등 자동차 

제조업체 및 부품·모듈업체에 공급하고 있다. 차

량용 반도체는 다품종 소량생산 구조에 안전을 중

시하는 특성을 반영하여 분야별로 특화되어 있다

[23]. 

분야별로 보면 MCU는 NXP, 르네사스, NEC, 

TI, 후지쓰, 인피니언, 덴소, ST마이크로일렉트로

닉스가 생산하고, ASIC /ASSP 생산업체는 ST마이

크로일렉트로닉스, 인피니언, NXP, 보쉬, NXP, 

TI, 르네사스, ON 세미콘덕터, 도시바 등이 있

다. 아날로그는 Linear Tech, NewJRC, 르네사스, 산

켄, ON 세미콘덕터, 내셔널 세미콘덕터 등이 생산

하며, 디스크리트는 인피니언, 보쉬, 덴소, NXP, 

NEC, ST마이크로일렉트로닉스, 롬(Rohm), 미쓰

비시전기 등이 공급한다. AP/AI칩은 삼성전자, 퀄

컴, 엔비디아, 애플, 테슬라 등이 생산하고 있다

[24].

표 6에서 보듯이 네덜란드의 NXP는 차량용 반

도체로 ADAS·안전, 차체, 자율주행, 파워트레인, 

차량 간 네트워킹, 인포테인먼트용 반도체, MCU 

및 마이크로프로세서가 있고 센서로는 자기장센

서, TPMS, 가속센서 등이 있다. 2015년 3월 미 프

리스케일을 167억 달러에 인수해 세계 최대 차량

용 반도체 기업이 되었다. 2019년 세계 차량용 반

도체 시장의 21%를 차지하고 매출 절반이 차량용 

반도체에서 나온다. 고객으로 테슬라, 포드, 혼다, 

도요타, 현대, BMW 등 대다수 완성차업체를 두고 

있다.

독일의 인피니언은 차량용 반도체 2위업체로 고

전압 차량용 전력반도체 분야에서 세계 최고이다. 

2019년 6월 미 사이프러스를 90억 달러에 인수했

다. 차량용 반도체 매출 비중이 41%에 달하고 다

양한 포트폴리오를 구비하고 있다. 다임러 벤츠, 

BMW, 폭스바겐, 현대차 등이 고객이다.

일본의 르네사스는 세계 3위업체로 차량용 

MCU, 차량정보용 SoC, 산업용 MCU를 생산하고 

있다. 2016년 8월 미 인터실을 3,000억 엔에 인수

해 하이브리드차 및 전기차 배터리 전압제어 반도

체부문을 보강했다. 2019년 9월 미 반도체 설계기

업 IDT를 60억 달러에 인수해 반도체 설계·개발

을 강화했다. 2021년 2월에는 영국 반도체 설계기

업 다이알로그를 49억 유로에 인수했다. 도요타, 
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혼다, 닛산, 포드, 폭스바겐에 차량용 정보시스템 

반도체를 공급하고 있다.

세계 4위 업체인 텍사스 인스트루먼트(TI)는 

단일칩 MCU를 세계 최초로 개발했으며, 아날

로그 반도체, 차량용 MCU, 차량용 인포테인먼

트 시스템용 AP, 임베디드 포로세싱을 생산하고 

있다. 매출 중 차량 반도체 비중이 13%에 달하고 

있다. 

5위 업체인 스위스의 ST마이크로일렉트로닉스

는 가전용 주문형 반도체, 차량용 반도체, 전력반

도체, 컴퓨터 주변장치용 반도체, SiC칩을 생산한

다. 매출 중 차량반도체가 37%를 점유하고, 아날

로그/센서가 33%, MCU/디지털IC가 30%를 차지

하고 있다. 보쉬, 폭스바겐, 다임러 벤츠 등을 고객

으로 두고 있다[25].

2. 신규 진입 업체들

차량용 반도체 시장이 커지고 자율주행과 인공

지능(AI)으로 영역이 확장되자 퀄컴, 인텔, 엔비디

아, 삼성전자, 애플, 테슬라 등 글로벌 IT기업들이 

신규로 진입하고 있다. 이들은 스마트폰 등 모바

표 6 기존의 차량용 반도체 업체 현황

업체 제품 내용

NXP

차량용 반도체, IoT, 모바일, 기지
국 통신장비용 반도체, RFID, 근거
리 통신망 및 홈네트워킹용 반도

체, MCU 및 마이크로프로세서, 파
워 어댑터용 IC

•2006년 10월 필립스에서 분사
•2015년 미 Freescale 인수
•2019년 세계시장의 21% 점유 
•ADAS·안전, 차체, 자율주행, 파워트레인, 차량 간 네트워크 부문 
•8~12bit MCU 및 파워 아키텍쳐 제품
•차량용AP, 인포테인먼트 기술역량 탁월
•테슬라, 포드, 혼다, 도요타, 현대, BMW 등 완성차업체 고객

인피니온
차량용 반도체, 전력반도체, 플래

시 메모리, 시스템 반도체

•세계 전력반도체 1위, 차량용 반도체 2위 
•고전압 차량용 전력반도체 세계 최고 

•1999년 지멘스에서 반도체부문 분사
•2019년 6월 미 사이프러스 인수
•‘Power 300’ 프로젝트 통해 300mm 웨이퍼로 전력반도체 생산
•차량용 반도체 매출 비중이 41%
•다임러 벤츠, BMW, 폭스바겐, 현대차 등이 고객

르네사스
차량용 MCU, 차량정보용 SoC 시
장, 산업용 MCU 

•2003년 히타치제작소와 미쓰비시전기 반도체부문 통합해 발족
•2010년 NEC 반도체 통합
•2016년 8월 미 인터실 인수해 하이브리드차 및 전기차 배터리 전압제어 반도체 강화
•2019년 9월 미 IDT 인수 설계·개발 강화
•차량용 MCU의 선도업체로 ADAS와 자율주행용SoC칩 개발 
•도요타, 혼다, 닛산, 포드, 폭스바겐 등이 고객

TI
차량용 MCU, 차량용 인포테인먼트 
시스템용 애플리케이션 프로세서

•1971년 단일 칩 MCU 개발
•아날로그 반도체부문 최강자로 매출 중 차량 반도체 비중 13%
•차량용 MCU 및 인포테인먼트 시스템용 AP 시장에서 강세 

ST마이크로일
렉트로닉스

디지털 가전용 주문형 반도체, 차

량용 반도체, 전력반도체, 컴퓨터 

주변장치용 반도체, SiC칩

•1987년 이탈리아 SGS마이크로일렉트로니카와 프랑스 톰슨SA 반도체 사업부가 합병해 
   발족

•매출 중 차량반도체 37%, 아날로그/센서 33%, MCU/디지털IC 30% 점유
•파워트레인, 차체, 안전, 인포테인먼트 분야 차량반도체 강세

•실리콘 카바이드칩(SiC)을 테슬라 전기차 모델3에 공급 
•보쉬, 테슬라 등에 차량반도체 공급
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일부문에서 축적한 애플리케이션 프로세서(AP) 및 

운영체제(OS) 노하우를 자동차에 적용하고, 자율

주행차에 필요한 인공지능(AI) 시스템, 비전 컴퓨

팅 시스템, 자동차용 데이터 통신 솔루션 등을 개

발해 차량용 시스템 반도체의 새로운 시장을 개척

하고 있다. 이들은 인수합병(M&A), AI 반도체 중

심으로 자체 칩 개발, TSMC 등 파운드리 업체와

의 위탁생산 협력을 통해 시장에 진입하고 있다. 

표 7에서 보듯이 차량용 반도체 분야 M&A의 대

표적인 사례로는 2015년 3월 5위 업체인 NXP가 

4위 업체인 미 프리스케일을 167억 달러에 인수

해 일거에 1위업체로 도약했다. 다른 사례들로는 

2015년 11월 ON 세미콘덕터의 페어차일드 인수, 

2016년 8월 르네사스의 인터실 인수, 2019년 5월 

마블의 아퀀시아 인수, 2019년 6월 인피니언의 사

이프러스 인수, 2019년 9월 르네사스의 IDT 인

수, 2021년 2월 르네사스의 다이알로그 인수 등이 

있다. 

표 8에서 보듯이 애플은 차량용 AP와 운영체제

(OS)를 바탕으로 자율주행용 칩과 SW 개발에 뛰

어들었다. 2024년 목표로 자체 설계 배터리를 탑

재한 승용차 생산을 추진하고 있고, TSMC를 통해 

자율주행차용 AI칩을 생산할 예정이다. 

퀄컴은 자동차용 AP 신제품 ‘스냅드래곤 820A’

를 출시해 2017년 아우디에 탑재하였다. 2021년 1

월 ‘4세대 스냅드래곤 오토모티브 플랫폼’을 공개

했는데, 운전자와 탑승자를 위한 엔터테인먼트와 

표 7 차량용 반도체 업체들의 M&A 현황

일시 인수업체 피인수업체 금액

2015.3 NXP(네덜란드) Freescale(미) 167억 달러

2015.11 ON Semiconductor
(미) 

Fairchild(미) 24억 달러

2016.8 르네사스(일) Intersil(미) 3,000억 엔

2019.5 Marvell(미) Aquantia(미) 4.52억 달러

2019.6 Infineon(독) Cypress(미) 90억 유로

2019.9 르네사스(일) IDT(미) 60억 달러

2021.2 르네사스(일) Dialog(영) 49억 유로

표 8 신규 진입한 차량용 반도체 업체 현황

업체 제품 내용

애플
자율주행차용 

반도체/OS

•고성능 반도체, 독자 운영체제(OS) 바탕으로 자율주행용 칩 및 S/W, 배터리 등 자체 개발
•2014년부터 자율주행 전기차 프로젝트 ‘Titan’ 추진, 자동차 OS 카플레이 공개
•2024년 목표로 자체 설계 배터리 탑재 승용차 생산 예정
•TSMC와 자율주행차(애플카)에 탑재될 AI칩 생산 예정

퀄컴 자동차용 AP

•자동차용 AP 신제품 ‘스냅드래곤 820A’ 출시해 2017년 아우디에 탑재
• 2021년 1월 ‘4세대 스냅드래곤 오토모티브 플랫폼’ 공개했는데, 운전자와 탑승자 위한 엔터테인먼트
와 상황 인식 경험 재창조 목표

•20개 완성차업체 수주

엔비디아
자동차용 칩셋/

커넥티드카 OS

•주력제품인 GPU가 차량용 AI 시스템 반도체 분야 수요 급증 
•2015년 차량용 칩셋 NVIDIA DRIVE 공개
•2020년 ARM 인수해 자율주행 플랫폼과 에지컴퓨팅 강화 계획
•SoC를 기반으로 설계한 칩을 도요타, 폭스바겐 등이 활용 
• 2021년 1월 공개한 정보처리 반도체플랫폼 ‘엔비디아 드라이브’ 기반 커넥티드카 운영체제(ccOS) 

2022년 현대기아차 적용 예정

테슬라 자율주행차용 AI칩
•AI 이미지 처리능력 향상 완전자율주행(FSD) 칩 설계
•기존 테슬라 차량에 탑재됐던 반도체 넘는 성능 과시

•TSMC가 위탁생산할 예정
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상황 인식 경험 재창조를 목표로 하고 있다. 

엔비디아는 주력제품인 GPU가 차량용 AI 시스

템 반도체 분야에서 수요가 급증하고 있다. 2020년 

ARM을 인수해 자율주행 플랫폼과 에지컴퓨팅을 

강화하려고 하고 있다. SoC(System on Chip)를 기반

으로 설계한 칩을 도요타, 폭스바겐 등이 활용하고 

있다. 

테슬라는 자율주행 경쟁력을 강화하기 위해 AI 

이미지 처리 능력을 향상시킨 완전 자율주행(FSD: 

Full Self Driving) 칩을 설계하고 있다. 기존 테슬라 

차량에 탑재됐던 반도체를 넘는 성능을 보여주었

다[26].

Ⅳ. 국내 차량용 반도체 공급망 

차량용 반도체 시장에서 국내 업체의 점유율은 

2.3%에 불과하고, 소요량의 98%를 수입에 의존하

고 있다. 국내 업체로 표 9에서 보듯이 팹리스로 실

리콘웍스, 텔레칩스, 혜성디에스, 넥스트칩, 픽셀

플러스, VSI, 실리콘 마이터스 등이 있다. 파운드

리로는 DB하이텍, SK하이닉스시스템IC 등이 있

다. 부가가치가 높은 파워트레인 제어와 전장용 시

장보다 인포테인먼트 분야에서 경쟁하고 있다. 또 

국내·외 반도체 공급난으로 생산을 위탁할 파운

드리를 제 때 확보하지 못해 차질을 빚고 있다.

실리콘웍스는 매출 1조 원을 돌파한 국내 최대

의 팹리스업체로 LG이노텍, LG디스플레이 등과 

협업해 현대기아차 및 벤츠에 차량용 반도체 변

위센서 IC를 공급해왔다[27]. 텔레칩스는 차량용 

인포테인먼트 AP 설계와 공급에 주력하고 있다. 

2021년 텔레칩스가 설계하고 삼성전자 파운드리

에서 생산한 자동차용 MCU를 출시했고, 현대모

비스는 국산 MCU를 사용할지 검토에 들어갔다. 

혜성디에스는 반도체용 패키지 웨이퍼와 리드 프

표 9 국내 차량용 팹리스업체 현황

업체 제품 내용

실리콘웍스 변위센서 IC

•국내 최대의 팹리스로 2020년 매출 1조 원 돌파
• LG이노텍, LG디스플레이 등과 협업해 현대기아차 및 다임러 벤츠에 차량용 반도체 변위센
서 IC 공급
•차량용 MCU 개발 중

텔레칩스 반도체 설계: 칩, 토털솔루션

•차량용 인포테인먼트 AP 설계와 공급에 주력
•현대기아차 엔트리 및 중저가 차량에 AVN 반도체 적용
•전기차의 효율적 전력소모 전력관리반도체(PMIC) 강점 보유

혜성디에스 반도체용 패키지, 웨이퍼
•반도체용 패키지 웨이퍼와 리드 프레임을 생산 판매

•매출은 리드프레임 67.6%, 패키지 웨이퍼 32.39% 등

넥스트칩 차량용 반도체
•차량용 반도체 ‘ISP’ 현대차에 적용
•아파치5 등 ADAS용 차량 반도체 연구개발 예정

픽셀플러스 차량용 이미지센서
•차량용 CMOS 이미지센서(CIS)로 애프터마켓 공략
•중국/대만 매출 비중이 80%

VSI 자율주행차 칩셋

•2018년 1월 DIGIST와 자율주행차용 VSI를 개발
•2020년 1월 자율주행차용 이더넷 네트워크 반도체칩 VS731 개발
•2020년 7월 인피니언 차량용 MCU ‘AURIX™’에 플랫폼 기반 고속 이더넷 출시

실리콘 마이터스 전력관리 및 오디오 반도체
•2020년 4월 차량 인포테인먼트시스템(AVN) 전력관리칩 SM6700Q 출시
•2020년 8월 자동차 OLED 용 전력관리칩(PMIC) 개발
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레임을 생산하고 있다. 넥스트칩은 ‘ISP(Image Sig-

nal Processor)’를 현대차에 적용하고 있고, ADAS용 

차량 반도체를 개발하고 있다. 픽셀플러스는 차량

용 CMOS 이미지센서(CIS) 사업을 중심으로 애프

터마켓 수요를 공략하고 있다. VSI는 안정성과 효

율성을 갖춘 자율주행차용 이더넷 네트워크 반도

체 칩을 개발했다. 실리콘 마이터스는 차량 인포테

인먼트시스템 전력관리칩을 출시했다. 

동부하이텍은 세계 10위 파운드리 업체로 파워

트레인용 전력관리칩, 전조등·후미등 모터구동칩 

및 전력관리칩, 내비게이션·오디오시스템용 전력

관리칩, 인포테인먼트용 반도체 등 20여 개 제품을 

공급하고 있다[28].

삼성전자는 차량용 AP 브랜드 ‘엑시노스 오토’ 및 

이미지센서 브랜드 ‘아이오셀 오토’를 출시했다. 자

율주행차용 이미지센서 고도화로 소니와 경쟁하고 

있고, 테슬라와 웨이모의 자율주행차 칩을 개발했

다. SK하이닉스는 자동차 티어1,2 부품업체와 협

업해 차량용 메모리 반도체를 공급하고 있다[29].

Ⅴ. 결론 

최근 일어난 차량용 반도체 수급난은 차량용 반

도체 업체와 자동차업체 간 수급 불일치에 기인한

다. 완성차업계는 코로나19 사태로 차량용 반도체 

주문을 대폭 줄였고, 반도체업계는 차량용 반도체 

생산을 축소하고 모바일과 PC용 생산을 늘렸다. 

2020년 말부터 코로나사태가 진정되고 자동차 수

요가 회복되자 반도체 주문이 폭주해 공급난이 발

생했다. 또 2021년 2월 텍사스주 한파로 인한 정전

과 3월 일본 르네사스 공장 화재는 사태를 악화시

켰다. GM, 폭스바겐, 도요타 등 완성차 업체는 생

산을 줄였다. 

차량용 반도체는 다품종 소량생산 제품으로 수

익성이 낮으나, 품질 및 신뢰성 요구 수준이 높아 

반도체 업체들이 증설을 기피해 만성적인 공급난

이 발생하고 있다. 파운드리업체는 차량용 반도체 

업체와 장기계약 여부가 불확실하고, 스마트폰이

나 PC용 반도체만으로도 생산능력을 초과하기 때

문이다[30]. 또 자동차업체들의 재고를 두지 않는 

‘Just In Time(적시생산방식)’ 관행은 일시적 부족만

으로도 연쇄적인 공급난을 초래한다[31]. 차량용 

반도체 공급난은 자율주행차의 상용화에 악영향

을 미칠 것이다[32]. 

차량용 반도체 등의 공급난에 대해 미국 바이든 

행정부는 반도체 생산업체에 대한 지원을 약속했

고, 인텔은 3월 24일 200억 달러를 투자해 애리조

나에 파운드리 공장 2곳을 건설하겠다고 발표했

다. 유럽연합도 2030년까지 1,345억 유로를 투입

해 역내 반도체 생산규모를 2배로 늘려 세계 반도

체 생산의 20%를 유럽 내에서 생산할 계획이다. 

중국도 자국의 파운드리 SMIC를 중심으로 차량용 

반도체 생산을 늘릴 계획이다. 전국경제인연합회

(전경련) 조사에 따르면 차량용 반도체 경쟁력은 

60점으로 평가됐는데 설계가 59점, 공정이 71점으

로 취약하다[33].

정부도 최근 차량용 반도체 자립화를 추진하기

로 했으나, 실현 가능성은 적은 편이다. 공급난이 

심한 MCU나 차량용 전력반도체는 국내에서 생산

되지 않아 설비 투자가 필요하고, 제조·품질관리

가 까다로워 상용화되더라도 채택이 불확실하기 

때문이다[34].

차량용 반도체는 국내 파운드리의 주력 생산품

목이 아니어서 정부의 신규투자 인센티브, 세제 지

원 등이 필요하다. 장기적으로 자동차업계와 반도

체업계 간 협력 네트워크를 구축해 개발과 생산역

량을 확충해야 한다. 또 반도체산업의 인력 부족이 

심화되고 있어 학과 증원, 현장 경험 있는 교수진 
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충원, 산업체 계약학과 신설, 대학 반도체연구센

터 증설 등의 대책 마련이 시급하다[35]. 

약어 정리 

BMS Battery Management System

NPU Neumeric Processing Unit

PMIC  Power Management Integrated 

Circuit
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ECU(Electronic Control Unit)  자동차의 엔진, 자동변속기, 

ABS 등의 상태를 컴퓨터로 제어하는 전자제어 장치로 차량의 

모든 부분을 제어 

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)  첨단 운전

자보조시스템으로 운전 중 발생할 수 있는 수많은 상황 가운데 

일부를 차량 스스로 인지하고 상황을 판단, 기계장치를 제어하

는 기술

MCU(Micro Controller Unit)  특정 시스템을 제어하기 위한 

전용 프로세서로 대부분의 전자제품에 채용돼 전자제품의 두뇌

역할을 하는 핵심 칩

용어해설




